Szeroka oferta
ustugowa

Hybrydowa Technologia
Czyszczenia ICECARD

Przewodnik po ustugach SERWISU

Prezentacja naszych fachowych dziatan i efektéw pracy

Technologia ICECARD, to nowoczesna i ekologiczna metoda mgty gazowej oraz dedykowanych
rozwigzan opartych na wyspecjalizowanej chemii technicznej pozwalajgcej na szybkie i tagodne
usuwanie wszelkiego rodzaju zabrudzen. Wbrew pozorom Technologia ICECARD to miekkie
medium, ktdére nie narusza podtoza. Dzieki temu mozna czysci¢ nawet delikatne maszyny,urza-
dzenia, np. czujniki, a takze ruchome elementy konstrukcyjne.



Dlaczego Serwis
CT-CARD ?

28-letnie doswiadczenie w ustugach

Certyfikat ISO

Uprawnienie SEP

Na zyczenie klienta nasze prace mogg by¢ zakonczone
badaniami z powierzchni oraz powietrza przeprowadzanymi
przez akredytowane laboratoria.

Oddziaty i samodzielne ekipy obejmujgce dziatanie na terenie
catej Polski.

Hala produkcyjna i zaplecze serwisowe

Laboratorium chemiczne zdolne do tworzenia dedykowanych
rozwigzan

Wysoko wykwalifikowany zespot serwisowy

Wiasne urzadzenia technologiczne i wspomagajace.
Biotechnologiczne i Nanotechnologiczne preoaraty czyszczace
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci w wysokosci

1 000 000PLN

Umowy ramowe pozwalajgce na cykliczne akcje serwisowe
Wtasny sprzet i autorskie preparaty RESIST®, MetalZell®,
CALNEX®

Preparaty wspomagajgce z dopuszczeniami do kontaktu

z zywnoscig Hz oraz NSF w przypadku prac w Przemysle
spozywczym ,farmaceutycznym
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Resist

oswiadczenie naszej fir-
my zostato ugruntowane na
czyszczeniu  szaf, instalacji
iurzadzen elektroenergetycz-
nych takze pod napieciem do
15 kV. Hybrydowa Technologia
ICECARD taczy zdobytg wie-
dze w zakresie specjalistycznych preparatow
RESIST® oraz nowoczesnych technologii mgty
gazowe;.
Stosujgc wymiennie kilka rozwigzan technolo-
gicznych optymalizujemy proces mycia. Uzy-
skujemy satysfakcjonujgcy efekt, skracajac
czas ustugi.

Grupa autorskich preparatéw RESIST® to
specjalistyczne $rodki myjaco konserwujace,
dedykowane do urzadzen elektroenergetycz-
nych. Charakteryzujg sie wysokimi parametra-
mi dielektrycznymi.

Dzieki wykorzystaniu zaawansowanej Tech-
nologii ICECARD proces czyszczenia charak-
teryzuje sie wysoki poziomem delikatnosci w
przypadku usuwania zanieczyszczen ze spe-
cjalistycznych elementéw szaf eletrycznych, fa-
lownikow itp., jednoczesnie szybko i skutecznie
usuwajac zabrudzenia.

Przy duzym zapyleniu , stosujemy urzadzenia
odpylajgce CARD 90 oraz systemy filtracji. Po
czyszczeniu pyt nie osadza sie powtoérnie na

Zalety ustugi wykonanej Hybrydowej Technolo-
gig ICECARD:

- Metoda jest sucha, bezdotykowa, bezpieczna,
ekologiczna — przyjazna srodowisku, nieinwa-
zyjna

- Technologia jest podawana z ci$nieniem na
wyjsciu z dyszy zaczynajgcym sie od 2 bar

- Przy czyszczeniu pod napieciem stosowane
sg dielektryczne dysze oraz weze

- Technologia bezpieczna przy czyszczeniu de-
likatnych elementéw m.in. uktadéw scalonych,
falownikéw, izolacji czy lamel aluminiowych

- Technologia nie wchodzi w reakcje chemiczna
ani fizyczna

- Technologia nie usuwa opisow i naklejek

- Czyszczenie trudno dostepnych miejsc, wcze-
$niej niedostepnych bez rozbidrki urzadzen

- Przy czyszczeniu bez napiecia bezposrednio
po konserwacji, mozna witgczyé urzadzenia
elektryczne do ruchu.
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IM Injectionmold

echnologia ICECARD FORMA
opracowana dla czyszczenia
i konserwacji form przy zacho-
waniu ich wydajnosci i doktadno-
$ci dla produkowanych detali.
Dzieki opracowanej technologii
ICECARD skrocilismy o 50%, pro-
ces czyszczenia form. Stosujgc technologie
ICECARD formy moga by¢ czyszczone czescie;j,

szybciej, oszczedniej , w sposob przyjazny dla
srodowiska. Oszczednosci czasu sg znaczaco
widoczne w przypadku form z wieloma gniaz-
dami, poniewaz do wyczyszczenia pozostaje
znacznie wiecej zagtebien niz w przypadku
mniejszych obiektéw. Istotng kwestig jest tak-
ze ilo$¢ czesci ktore sktadajg sie na forme. Im
wiecej jest elementéw do demontazu, a zatem
do oczyszczenia, tym wiecej czasu zaoszcze-
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dzamy. Demontaz i montaz oraz ewentualng
konserwacje przeprowadzamy przy uzyciu pre-
paratéw WEICON do form wtryskowych.

Zalety czyszczenia Technologia ICECARD
FORMA:

*Metoda przyjazna dla srodowiska

*Metoda bezinwazyjna i bezpieczna dla form
*Skrécenie czasu czyszczeni form wtryskowych
*Nie uszkadza form — Gaz podany w postaci
mgty pod matym cisnieniem 2 bar

‘Nie wymaga wczesniejszego przygotowywa-
nia podtoza

*Brak przestojéw, czyszczenie na linii bez de-
montazu

*Metoda sucha, brak zalania podzespotéw, nie
ma koniecznosci ostaniania silnikéw,
falownikéw itp.

*Redukcja stosowania chemikaliéw = brak od-
padéw wtoérnych

Nie stosowanie preparatéw sciernych i powo-
dujgcych uszkodzenie materiatu

+Infrastruktura sucha i odttuszczona — wydtuzo-
ny czasookres powrotu zabrudzenia

Skraca czas sprzatania i przygotowania stano-
wiska na rozruch

0
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Ce-C/\D CB CoolBreeze

echnologia ICECARD, do czysz-
czenia delikatnych elementow
aluminiowych lameli skraplaczy,
to mgta gazowa na bazie suche-
go lodu w potaczeniu z BioTech-
nologicznymi preparatami wspo-
magajgcymi proces.
Dzieki wykorzystaniu zaawansowanej Techno-
logii ICECARD nasze urzadzenie charakteryzuje
sie wysoki poziomem delikatnosci i nie uszka-
dza lamel, a jednoczesnie szybko i skutecznie
likwiduje zabrudzenia.

Technologia ICECARD usuwamy najbardziej
oporne osady bez uszkadzania elementow.
Specjalnie stworzone preparaty BioTechnolo-
giczne utatwiajg oderwanie skamieniatych za-
brudzen.

Mgta gazowa, ktéra sie wydobywa z dyszy ICE-
CARD, jest sucha i ekologiczna z regulowanym
cisnieniem na wyjsciu z dyszy, zaczynajacym
sie juz od 2 bar.

*Czyszczenie chtodnic olejowych i wodnych -
po wewnetrzne i zewnetrzne stronie

(m.in. od kompresoréw, sprezarek lub na liniach
produkcyjnych)

-Czyszczenie lameli po zewnetrzni stronie (usu-
wanie kamienia oraz zabrudzen organicznych)
+Czyszczenie klimatyzatoréw réznych typéw.

Korzysci wykonywania ustugi Technologia
ICECARD:

*Technologia jest ekologiczna i nie wchodzi
w reakcje chemiczng ani fizyczna

*Gaz podany w postaci mgty pod matym cisnie-
niem od 2 bar — lamele sie nie tamig

*Brak przestojéw — praca na ruchu

*Metoda sucha, brak zalania podzespotéw, nie
ma koniecznosci ostaniania silnikéw, falowni-
kow itp.

*Nie ma koniecznosci demontazu zaluzji

i wentylatora

‘Poprze precyzyjne czyszczenie technologia
pozwala na znaczne zwiekszenie efektywnosci
pracy wymiennika

*Infrastruktura sucha i odttuszczona - wydtuzo-
ny czasookres powrotu zabrudzenia
*Usuwamy kazdy rodzaj zabrudzenia - od pyl-
koéw po kamien powstajgcy w wyniku zraszania
*Redukcja stosowania chemikaliéw = brak od-
padow wtoérnych

Metoda tradycyjna (wodna i chemiczna) i jej
wady:

*Woda pod duzym cisnieniem, lamele sg zagi-
nane - zmniejszona sprawnos$¢ wymiennika
ciepta

*Konieczne petne zatrzymanie i wystudzenie,
aby woda nie odparowywata

Zalanie podzespotéw, dodatkowe koszty
w razie ewentualnej awarii i czas potrzebny na
zabezpieczenie podzespotéw lub ich wymiane
*Konieczny demontaz zaluzji ostaniajgcych
*‘Realizacja wykonywana w przeciwng strone
do wentylatora, przez co woda traci cisnienie
w miejscu, gdzie wymiennik wymaga najwiek-
szej skutecznosci

«Utrudnione liwkwidowanie zanieczyszczen
iosadow zakamarkéw.Zabrudzeniewpotaczeniu
z wodg zalepia lamele.

*Podzespoty sa wilgotne i nie odttuszczone -
utatwione przywieranie.
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ICe- O\ MEOF

(mitigating the effects of fires)

iwelowanie skutkéw pozaréw
w obiektach przemystowych
W pierwszej kolejnosci prze-
prowadzane sg bezptatne ogle-
dziny na podstawie, ktérych
przygotujemy  kompleksowa
oferte restytucyjng na usu-
niecie skutkéw pozaru. Podczas czyszczenia
stosujemy Hybrydowa Technologie ICECARD
opracowang na potrzeby szybkiego i skutecz-
nego czyszczenia urzadzen przemystowych
z ttustej sadzy i toksycznych substancji po-
wstatych w wyniku pozaru.
Hybrydowa Technologia ICECARD taczy zdoby-
tg wiedze w zakresie specjalistycznych prepara-
tow MetalZell® oraz nowoczesnych technolo-
gii mgty gazowej. Grupa autorskich preparatéw
MetalZell® to specjalistyczne s$rodki myjgco

-, :"k[‘!"‘):?ct v
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konserwujace, dedykowane do czyszczenia
ekstremalnych zabrudzen, ktérymi jest niewat-
pliwie sadza.

Proces czyszczenia Technologia ICECARD
jest przyjazny dla srodowiska i nieabrazyjny
w poréwnaniu do tradycyjnych metodami czysz-
czenia. Jest znaczaco szybszy i wydajniejszy.
Witasciwie dobrane rozwigzania na bazie pre-
paratéow wspomagajacych MetalZell® przy-
spieszajg proces i minimalizujg gromadzenie
sie zanieczyszczen wtérnych, co optymalizuje
czasochtonne i kosztowne procesy zbierania
i utylizowania odpadoéw.

Stosujgc wymiennie kilka rozwigzan technolo-
gicznych optymalizujemy proces mycia. Uzy-
skujemy satysfakcjonujacy efekt, skracajac
czas ustugi.

Kompleksowe czyszczenie po pozarze:

1.Prace przygotowawcze w tym inwentaryzacja
sprzetu i maszyn.

2.Neutralizacja osadéw po pozarowych (m.in.
kwas solny) powodujgcych korozje maszyn
i urzadzen

3.Prace rozbiérkowe, demontaz.

4.Restytucja maszyn i urzadzen ( przywrécenie
maszyn do stanu sprzed szkody)

5.Restytucja konstrukcji, $cian, podtég, po-
mieszczen

6.Czyszczenie zanieczyszczen z proszkow ga-
$niczych

7.Czyszczenie elektroniki i wentylacji, Takze kli-
matyzatoréw.

8.Dekontaminacja technologig zamgtawiania.
9.Na zyczenie klienta nasze prace moga by¢
zakonczone badaniami z powierzchni oraz po-
wietrza przeprowadzanymi przez akredytowa-







ICe-C/\ND Construction

obdr technologii odbywa sie na
podstawie bezptatnych ogledzin
i przeprowadzonych testow.

Po zebraniu informacji, przygotu-
jemy kompleksowa oferte czysz-
Czenia opisujgcy proces czysz-
czenia.

Technologia ICECARD Construction opracowa-
na na podstawie wieloletnich doswiadczen, ta-
czy czyszczenie mgtg gazowa, suchym lodem
i polimerami.

Zastosowanie Technologii ICECARD Construc-
tion doskonale sprawdzi sie przy czyszczeniu
maszyn i konstrukcji z materiatéw wrazliwych
na kontakt z woda i narazonych na dziatanie
korozji.

Podczas realizacji ustugi usuwamy réznego ro-
dzaju zanieczyszczenia, ale takze stare powto-
ki. W tym celu wykorzystujemy m.in. technolo-
gie wysokocisnieniowg oraz pianowania.

ktéra jest nie tylko bardzo skuteczna, ale po-
nadto w petni bezpieczna dla nawierzchni.

Wykonujemy czyszczenie na wysokosciach,
przez co mozemy dotrze¢ w trudno dostepne
miejsca i usunac¢ z nich zalegajgce zanieczysz-
czenia.

Kazdorazowo dobieramy sposoéb czyszczenia
do specyfiki danej konstrukcji, a takze panu-
jacych warunkéw oraz obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa.

Pianowanie to technologia naktadania prepa-
ratow aktywnych w postaci piany trzymajace;j
sie na powierzchniach pionowych i sufitach.
Stosowane rozwigzania oparte na $rodkach
chemicznych MetalZell® FOAM, kt6ére umozli-
wiajg stosowanie bez koniecznosci odseparo-
wania i zabezpieczania materiatéw wrazliwych
z ktérych sg zbudowane maszyny, urzadzenia i
konstrukcje.

W zaleznosci od branzy najczestsze
zabrudzenia to:

+zakurzenie infrastruktury hali,

*0sadzajgce sie mgty olejowe,

*pyty przemystowe z obrabianych materiatéw,
-osady kamienia, zuzel,

*kleje, zywice i farby.

*Nadpalenie i sadza

Czestym problemem w zakresie bezpieczen-
stwa p-poz sg mocno zabrudzone trasy kablo-
we oraz szafy sterownicze i zasilajgce. Nawar-
stwione zabrudzenia w takich miejscach moga
by¢ przyczyna przepie¢ i pozardw.
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Ce-C/N\ZD Precision

arowno dorazne jak i okresowe
regularne czyszczenie stanowisk
pracy z zabrudzen powstajgcych
w procesach produkcyjnychindy-
widualne dostosowanie procesu
do specyfiki linii produkcyjnej.
Stosujemy kilka technik czysz-
czenia réwnoczesnie. Technologia ICECARD
Precision to pofaczenie mechanicznego usu-
wania zabrudzen mgta gazowa oraz stosowa-
nie cisnieniowego mycia parg lub woda

(odpowiednia temperatura) wraz z autorskimi
preparatami grupy MetalZell® , CALNEX®.
Regularne czyszczenie zabrudzen eksploata-
cyjnych pozwala na poprawe komfortu pracy
oraz zwiekszenie jej wydajnosc¢ i trwatos$é ma-
szyn oraz urzadzen.

Innowacyjna Hybrydowa

Technologia ICECARD:

Dzieki innowacyjnemu rozwigzaniu, urzadzenie
zostato przystosowane do prac na najdelikat-

26

niejszych obszarach. Precyzyjnie i doktadnie
usuwa oporne zanieczyszczenia maszyn i urzg-
dzen produkcyjnych. Urzadzenie ICECARD zo-
stato zaprojektowane do tatwego manewrowa-
nia. Mate rozmiary i petna mobilno$¢ pozwalaja
dotrze¢ do trudno dostepnych przestrzeni.
Mgta gazowa, ktéra sie wydobywa z dyszy jest
bardzo delikatna, sucha i ekologiczna z ci$nie-
niem na wyjsciu z dyszy 2 bary.

Czyszczenie linii produkcyjnych

Aktywna Piana:

Technologia aktywnej piany z zastosowaniem
preparatow MetalZell® umozliwia czyszczenie
réznych materiatéw na konstrukcjach piono-
wych maszyn i urzadzen. Preparat nanoszony
pianownicg pod cisnieniem, trzyma sie po-
wierzchni i rozpuszcza zabrudzenia eksploata-

cyjne. Dobér preparatu wynika z profilu zakta-
du produkcyjnego oraz specyfiki zabrudzen. W
naszej ofercie jest ponad 300 gotowych spraw-
dzonych rozwigzan.

Czyszczenie instalacji wodnych

W przypadku koniecznosci usuwania osadow
wewnatrz systemoéw chtodzacych maszyn
produkcyjnych, stosujemy sprawdzong tech-
nologie opartag na urzadzeniach CARD 300/
CARD 400. Maszyny CARD 300/ CARD 400 to
zaprojektowane do czyszczenia obiegéw wod-
nych urzadzenia strumieniowe dwu biegunowe.
Umozliwia skuteczne usuniecie ztogéw kamie-
nia i osadéw z instalacji wodnych. Medium
czyszczgcym sg preparaty grupy CALNEX®.
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ICE- /N Flooa

zyszczenie zalanych szaf elek-
trycznych i urzadzen Technolo-
gig ICECARD Flood
Jednym z czestszych zlecen jest
czyszczenie instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych po zala-
niu. Technologia RESIST®260
powstata na potrzeby przemystu stoczniowego
i wydobywczego. Jednak coraz czesciej znajdu-
je zastosowanie w przemysle spozywczym.

Hybrydowa Technologia ICECARD Flood taczy
zdobytg wiedze w zakresie specjalistycznych
preparatéw RESIST®260 oraz nowoczesnych
technologii mgly gazowej. Jedynie stosujac
wymiennie kilka rozwigzan technologicznych
optymalizujemy proces mycia. RESIST®260
skutecznie usuwa wilgo¢, sdl z szaf i urzadzen
elektrycznych. Preparaty wyptukujg zanieczysz-
czenia z niedostepnych przestrzeni, wnikaja
i rozpuszczajg zalegajgce osady. Technologia
ICECARD czysci i usuwa pozostatosci z pro-
cesu czyszczenia na mokro. Uzyskujemy sa-
tysfakcjonujacy efekt, skracajac czas i koszt
ustugi.

Grupa autorskich preparatéw RESIST®260 to
specjalistyczne $rodki myjaco konserwujace,
dedykowane do czyszczenia i osuszania urza-
dzen elektroenergetycznych. Charakteryzuja
sie wysokimi parametrami dielektrycznymi.
Dzieki wykorzystaniu zaawansowanej Techno-
logii ICECARD proces czyszczenia charakte-
ryzuje sie wysoki poziomem delikatnosci i nie
w przypadku usuwania zanieczyszczen z spe-
cjalistycznych elementéw szaf elektrycznych,
falownikéw itp., jednoczesnie szybko i skutecz-
nie usuwajac zabrudzenia.

Zalety ustugi wykonanej Hybrydowej Techno-
logig ICECARD:

* Metoda jest bezdotykowa, bezpieczna, ekolo-
giczna — przyjazna srodowisku, nieinwazyjna

* Technologia jest podawana z ci$nieniem na
wyjsciu z dyszy zaczynajgcym sie od 2 bar

*Technologia bezpieczna przy czyszczeniu de-
likatnych elementéw m.in. uktadéw scalonych,
przekaznikéw, falownikoéw, izolacii itp.

* Technologia ICECARD jest kompatybilna
z Technologig 260

* Nie usuwa opisow i naklejek

* Czyszczenie trudno dostepnych miejsc, wcze-
$niej niedostepnych bez rozbidrki urzadzen

Zalety wsparcia preparatéw RESIST®260:

- Dotarcie do wnetrza i przestrzeni zamknietych
strategicznych urzadzen.

- Preparaty RESIST®260 wchtaniajg i wigza
wode

- Usuwajg sol z elementéw urzadzen ( zalania
na statkach oraz kopalniach)

- Szybkie odparowania pozostawiajgc sucha
powierzchnie

- Brak oddziatywania na izolacje i tworzywa.

- Wysokie parametry dielektryczne

- Indywidualne dopasowanie rozwigzan w trak-
Cie czyszczenia

- Mozliwos¢ nanoszenia urzgdzeniami CARD 2

|
|
|
o |

B oo i o
o g -







ICE-OND

echnologia ICECARD INK opiera
sie uderzeniu mgty gazowe;j, kt6-
ra wydobywa sie z dyszy. Delikat-
na, sucha i ekologiczna z ci$nie-
niem na wyjsciu z 2 bary. Jednak
wieloletnie doswiadczenie wska-
zuje, na koniecznos¢ zastoso-
wania wsparcia chemicznego, szczegoélnie gdy
mamy do czynienia z wieloma warstwami za-
schnietej farby.
Liczne zlecenia w przemysle drukarskim, po-
zwolity na opracowanie preparatéw do odrywa-
nia farby z powierzchni kompatybilnych z tech-
nologia.
Znaczacym utrudnieniem jest réznorodnosé
sktadu farb drukarskich, zaleznych od dostaw-
céw. Dlatego wykorzystujemy game rozwigzan
w zaleznosci od powierzchni i rodzaju osadow.
Grupa autorskich preparatéw MetalZell®INK
zostata opracowana do usuwania lub odrywa-
nia farby od powierzchni. Proces czyszczenia
definiuje Technologia ICECARD INK likwidujac
rozpuszczong lub uwolniong farbe drukarska z
elementéw maszyn.

Zalety ustugi wykonanej Hybrydowej Techno-
logig ICECARD INK do czyszczenia maszyn dru-
karskich:

* Metoda jest sucha, bezdotykowa, bezpieczna,
ekologiczna — nie powoduje przenoszenia pytu
i mediéw czyszczacych na obszar drukarni.

* Mozna czys$ci¢ wewnatrz hali produkcyjnej

+ Nie wymaga suszenia maszyny drukarskiej po
czyszczeniu

+ Czyszczenie bez $Scierania. Nie powoduje
uszkodzen sprzetu

* Technologia umozliwia w sposéb nieinwazyj-
ny usung¢ wierzchnig warstwe farby,

+ Technologia jest podawana z cisnieniem na
wyjsciu z dyszy zaczynajgcym sie od 2 bar

* Technologia bezpieczna przy czyszczeniu de-
likatnych elementéw m.in. watkéw, mechani-
zmow, elektroniki

* Technologia nie wchodzi w reakcje chemiczng
ani fizyczna

* Nie wymaga demontowania linii produkcyjnej
+ Technologia nie usuwa opiséw i naklejek

+ Czyszczenie trudno dostepnych miejsc, wcze-
$niej niedostepnych bez rozbidrki urzadzen.
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